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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE
POUR UTILISATION DANS LES APPLICATIONS ANALOGIQUES C.C.
ET BASSES FREQUENCES ET DANS LES APPLICATIONS
NUMERIQUES A TRANSMISSION DE SIGNAUX RAPIDES —

Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées -
Section 100: Spécification particuliére

pour modules de connecteurs en deux parties

imprimées et fonds de panier, au pas de 2,5

ur cartes
98 in)

AVANT-PROPOS

2) Les décisions ou accords officiels de la en ¢ i i i , £
comités d'études oir'sbnt représentés to 3 Comités“nationaux s'intéressant & ces questions, expriment

4) Dans 1€
a applique

ifiternationale, les Comités nationaux de la CEl s’engagent

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Dis Rapport de vote

48B(BC)245 48B(BC)248

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette norme.
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1)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS WITH ASSESSED QUALITY
FOR USE IN D.C. AND LOW FREQUENCY
ANALOGUE APPLICATIONS AND IN DIGITAL APPLICATIONS
WITH HIGH SPEED DATA RATES -

Part 4: Printed board connectors -
Section 100: Detail specification for two-part connector modules
having a grid of 2,5 mm (0,098 in) for printed bo
and backplanes

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is A& worldwide org ion for standardization

Their preparation is entrusted to techwj Ami ; Natibnal Committee interested in
the subject dealt with may participate i nternational, governmental and
non-governmental organizations liaising part|C|pate in this preparation. The |EC
collaborates closely with the internationg Standardization (ISO) in accordance with

2) The formal decisions or ag ee atters, prepared by technical committees on
which all the National therein are represented, express, as nearly as
possible, an internatioakconsepsus of 0 .

3) They have the form of recomm ati i ational use published in the form of standards, technical
reports or guid e d by\the National Committees in that sense.

4) In order to promote j { C National Committees undertake to apply |IEC International
Standards transp m ¥xtent possible in their national and regional standards. Any
divergence betwgen\the Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in

5) The lEC prwdes gdure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipmen conformity with one of its standards

International Standatd IEC 1076-4-100 has been prepared by sub-committee 48B: Connec-

tors, of IEC technisa

committee 48: Electromechanical components and mechanical struc-

tures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

DiS Report on Voting

48B(C0)245 48B(C0)248

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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La CEIl 1076-4-100 fait partie d’une série de publications présentées sous le titre général:
Connecteurs sous assurance de la qualité pour utilisation dans les applications analogi-
ques c.c. et basses fréquences et dans les applications numériques a transmission de si-
gnaux rapides.

Les parties ultérieures sont a 'étude.
L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Le numéro QC figurant sur la page de couverture est le numéro de spécification dans le
systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

NG
S
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IEC 1076-4-100 forms part of a series of publications under the general titie: Connectors
with assessed quality for use in d.c and low frequency analogue applications and in digital
applications with high speed data rates.

Further parts are under consideration.
Annex A forms an integral part of this standard.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification num-
ber in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

@%
S
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CONNECTEURS SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE
POUR UTILISATION DANS LES APPLICATIONS ANALOGIQUES C.C.
ET BASSES FREQUENCES ET DANS LES APPLICATIONS
NUMERIQUES A TRANSMISSION DE SIGNAUX RAPIDES -

Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées —
Section 100: Spécification particuliére
pour modules de connecteurs en deux parties pour cartes
imprimées et fonds de panier, au pas de 2,5 mm (0,098 in)

1 Domaine d’application

parties pour cartes imprimées et fonds de panier, aupas de 098 in). Ces
connecteurs comportent une variété de modules multig : 25 mm (n x

Les connecteurs fixes (embases) peuvent étre is de acts insérés a force sertis-
sables ou non ou de contacts ingérés a farce aves s@ssa c e

ontiennent des dispositions qui, par suite de la
&s dispositions valables pour la présente section de

Les documents
référe nc%@" y
la CEl 107644

CEl 297-3: 1984, Dimensions des structures mécaniques de la série de 482,6 mm (19 in)
— Partie 3: Bacs et blocs enfichables associés

CEl 326-3: 1991, Cartes imprimées — Partie 3: Etudes et applications des cartes
imprimées

CEl 352-1: 1983, Connexions sans soudure — Partie 1: Connexions enroulées sans
soudure — Régles générales, méthodes d’essai et conseils pratiques

CEl 352-5: XXXX, Connexions sans soudure — Partie 5: Connexions moulées sans
soudure — Conditions générales, méthodes d’essai et directives pratiques (a I'étude)
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CONNECTORS WITH ASSESSED QUALITY
FOR USE IN D.C. AND LOW FREQUENCY
ANALOGUE APPLICATIONS AND IN DIGITAL APPLICATIONS
WITH HIGH SPEED DATA RATES -

Part 4: Printed board connectors —
Section 100: Detail specification for two-part connector modules
having a grid of 2,5 mm (0,098 in) for printed boards
and backplanes

1 Scope

2 Normative references

The following notm g » provisions which, through reference in this
text, constitut i ion IEC 1076-4. At the time of publication, the
editions indicated“wére walid. A mative documents are subject to revision, and parties
to agreements based o i an‘of IEC 1076-4 are encouraged to investigate the
possibility of applyi ent editions of the normative documents indicated

Standards.

IEC 68-1: 1988 onmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 297-3: 1984, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series —
Part 3: Subracks and associated plug-in units '

IEC 326-3: 1991, Printed boards — Part 3: Design and use of printed boards

IEC 352-1: 1983, Solderless connections — Part 1: Solderless wrapped connections —
General requirements, test methods and practical guidance

IEC 352-5: XXXX, Solderless connections — Part 5: Solderless press-in connections —
General requirements, test methods and practical guidance (under consideration)
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CEIl 410: 1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs

CEl 512-1: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 1: Généralités
Modification n° 1 (1988)

CEl 512-2: 1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d’essai de base et méthodes de mesure — Partie 2: Examen général, essais de
continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de
contrainte diélectrique

CEl 512-3: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d’essai de base et méthodes de mesure — Partie 3: Ess p.courant limite

CEl 512-4: 1976, Composants électromécaniques pour /ey s électroniques;
procédures d’essai de base et méthodes de mesure — PaHrtie ¢: ;)
dynamiques

CEl 512-5: 1992, Composants électromécanique
procédures d’essai de base et méthodes de meé
sants libres), essais d’impact sous ch
d’endurance et essais de surcharge

ents électroniques;
\ Essais d’impact (compo-
iposants fixés), essais

CEl 512-6: 1984, Composan

CEl 512-8:
procédures e

CEl 917:4988,\Ordre modulaire pour le développement des structures meécaniques pour
les infrastructdres électroniques

CEl 1076-1, Spécification générique: Connecteurs pour fréquences inférieures 8 3 MHz,
sous assurance de la qualité (a I'étude)

CEl 1076-4, Spécification intermédiaire: Connecteurs pour fréquences inférieures a
3 MHz, pour cartes imprimées sous assurance de la qualité (a I'étude)

ISO 468: 1982, Rugosité des surfaces — Paramétres, valeurs et régles générales pour
exigences des spécifications
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IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspections by attributes

IEC 512-1: 1984, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 1: General
Amendment No. 1 (1988)

IEC 512-2: 1985, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 2: General examination, electrical continuity
and contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests

IEC 512-3: 1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing

procedures and measuring methods — Part.3: Current-carrying capacity t¢

IEC 512-4: 1976, Electromechanical components for electronic
procedures and measuring methods — Part 4: Dynamic stress tests

IEC 512-6: 1984, Electromechanical
procedures and measuring methods —

equipment practices

IEC 1076-1, Generic specification: Connectors for frequencies below 3 MHz, with
assessed quality (under consideration)

IEC 1076-4, Sectional specification: Connectors for frequencies below 3 MHz, for use with
printed boards with assessed quality (under consideration)

ISO 468: 1982, Surface roughness — Parameters, their values and general rules for speci-
fying requirements



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



